
 证券代码：688620  证券简称：安凯微 

广州安凯微电子股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

编号：2025-IR-003 

投资者关系活动

类别 

  ⃞ 特定对象调研   ⃞ 分析师会议 

⃞ 媒体采访       ⃞ 业绩说明会 

⃞ 新闻发布会     ⃞ 路演活动 

■ 现场参观       ⃞ 其他 

参与单位名称 华西证券、沃华投资、沐德资产、灏达投资、欧锋科技、泽恩投资、

牧鑫资产 

时间 2025 年 03 月 03 日 至 03 月 07 日 

地点 广州安凯微电子 H 大厦 

上市公司参会人

员姓名 

1、 副总经理、董事会秘书 李瑾懿 

2、证券事务部 葛淳 

投资者关系活动

主要内容介绍 

一、投资者了解公司发展历程、主营业务、技术、产品、市场经营、

发展战略等情况。 

二、投资者提出的问题与公司的回复情况。 

Q1：公司在 AI 方面的发展规划？ 

A1：随着 AI+场景应用需求的驱使及端侧智能化终端市场的迅速发

展，作为专注于为物联网智能硬件提供核心 SoC 芯片的公司，公司主

要从三个维度去考虑：（1）推进各产品线布局逐步向搭载轻量级或较

高智能算力芯片的方向发展，实现端侧芯片的智能化处理能力。自

2022 年推出首代轻量级算力芯片以来，公司带轻量级算力的芯片累计

出货量已几千万颗。（2）开发基于大语言模型（LLM）和大视觉模型

（LVM）技术的本地化、场景化中小模型，在端侧或者边缘侧落地。

（3）与云端大模型做好对接。通过云边端结合满足客户或用户对于终



端智能化的差异化需求和要求。 

Q2：AI 终端应用的进展？ 

A2：AK39 系列芯片已实现与大模型底座的对接，例如合作伙伴 2025

年 1 月推出的“天才虎 AI 智能录音笔”，对接了多家大语言模型。

目前市面上也已经有基于公司芯片并支持大模型的摄像机类终端产

品在售。后续公司会推动所有主流芯片完成与大模型的适配和接入。

预计会有越来越多的终端应用陆续推向市场。届时我们会以恰当的方

式向投资者披露相关信息。 

Q3：物联网应用处理器芯片大部分用在什么领域？公司芯片可以应用

的终端产品很多，类别比较分散，如此，需要为每一个场景都开一颗

芯片吗？介绍一下智能门锁业务。 

A3：公司物联网应用处理器芯片的下游市场非常广阔，针对广泛的 IoT

终端，但是并非每一个场景需要专门开发不同的芯片。应用处理器芯

片特点之一就是单颗芯片可以支持多种功能，可以根据具体场景的需

要，基于同一芯片开发不同的系统软硬件及应用。除了不断推出新的

芯片产品，公司也持续在通过这个方式拓宽各类芯片产品的在新的领

域应用，如智能零售终端、智能耳机等等。 

关于智能锁业务，随着终端用户对智能门锁的功能需求增多，传统的

采用 MCU 方案已经不能完全满足用户差异化和性能要求，采用 SoC

方案的终端产品逐渐被市场青睐。目前市场上的智能门锁包含全自

动、半自动两大类，每大类具有指纹识别、人脸识别、掌纹识别、掌

静脉识别、密码、刷卡、可视对讲等部分或者全部功能和开锁方式。

公司芯片产品和解决方案可以支持上述所有智能门锁品类的产品需

求，并为下游客户提供“全栈式、工业级”解决方案。客户可以根据

实际项目和功能需求采购一颗或者多颗安凯微的芯片，也可以采购基

于公司芯片的智能锁模组或者套料产品，产品化更便利。至今公司多

个智能锁新项目已经实现量产。 

Q4：公司的竞争优势是什么？ 

A4：公司的优势体现在以下几个方面： 

1、拥有众多高度可控的 IP 和多年沉淀积累的核心技术，使得公

司可以根据下游客户和应用领域差异化需求进行产品的快速设计开

发，满足 AIoT 市场多样化的需求。公司掌握音频、视频、语音、图

像、图形等多媒体技术，BLE 等短距离通信联接技术，机器学习以及

SoC 系统技术等技术，有能力依托芯片产品，为客户打造涵盖音频、

视频、语音、图像、图形等全方位多媒体体验，从芯片层面为用户实



现从多媒体到多模态体验的跨越，提供综合性技术支撑。同时，丰富

的知识产权储备，形成了完善的知识产权体系，为公司在市场竞争中

提供了法律保障和技术壁垒。 

2、经过二十多年及多个系列芯片量产的实战经验，形成了全面、

高水平的芯片设计能力。主要体现在公司新芯片设计项目的流片成功

率（公司近 4 款全光罩流片项目中，3 款均实现了“一次流片即量产”）。 

3、产品系列相对完善，产品性能具有竞争力，关键技术指标领

先。如：物联网摄像机芯片已经覆盖了从 100 万像素分辨率到 8K 分

辨率的产品，截至 2024 年发布的孔明二代芯片，目前 4K 分辨率芯片

已经量产，8K 芯片在研中。智能化方面，公司已经拥有带有轻量级算

力芯片，且带有较高算力的芯片已经流片，带有更高算力的芯片在研。

公司已有分别支持视觉、音频、蓝牙、人机交互等的多类芯片量产，

芯片性能优越，且在性能、晶粒面积、功耗三个方面（简称“PPA”）

得到了良好的平衡。公司芯片与行业主流产品整体性能相当，其中芯

片在 ISP 处理能力、智能算力、CIS 接口、典型工作功耗方面具有优

势。 

4、公司打造了一支经验丰富、具有创造力的研发团队，涉及 20

多个专业学科，骨干人员多毕业于著名高校，核心技术人员更是有着

扎实研发和技术功底的专家级技术人才，内部还设有博士后创新实践

基地；同时，建立了（或拟建）高性能芯片设计与验证实验室、FPGA

实验室、ISP 实验室、音频电声实验室、静电释放实验室、电磁干扰

实验室、射频屏蔽室、环境实验室、硬件实验室、SMT 贴片实验室等

多个芯片设计相关的实验室，提升公司综合研发能力。 

5、具有丰富稳定的客户资源。经过多年的技术积累和市场验证，

公司芯片产品获得市场的广泛认可，芯片已经进入 ROKU、国内三大

运营商、TP-LINK、涂鸦智能、摩托罗拉、熵基科技、安居宝、厦门

立林、宁波得力、福州冠林、德施曼、凯迪仕、浙江公牛等众多知名

终端品牌。随着公司产品系列的不断丰富，与客户的粘性也日益增强，

有利于进一步客户渗透和新产品的开拓。 

6、技术支持服务稳定可靠。芯片设计公司除了提供下游企业产品

外，还提供下游客户完整的产品开发包、开发辅助工具和技术服务支

持。 

    7、供应链合作稳定，有利于产品品质保证。公司已经与知名晶圆

制造和封装测试厂商建立了长期稳定的合作关系，积累了丰富的供应

链管理经验。此外，公司采用“Fabless+芯片终测”模式，搭建了芯片

终测车间，通过自主设计和定制的自动化测试设备与测试流程，提升



了芯片测试效率，进一步保障公司产品质量。 

Q5：公司每年的项目建设费用和研发投入都很大吧？ 

A5：作为一家创新驱动的企业，公司注重长期可持续发展，坚持持续

的研发投入，资源聚焦技术发展趋势，以不断推出有竞争力的产品，

巩固市场地位和开拓更多的业务。市场竞争加剧叠加研发投入刚性增

长都使业绩短期承压，公司会通过技术创新持续推出有竞争力的产

品，拓展开发新的市场和客户，并结合持续的供应链降本等手段以应

对当前的压力。 

 

关于本次活动是

否涉及应披露重

大信息的说明 

本次交流活动期间，公司不存在透露任何未公开重大信息的情形。 

日期 2025 年 03 月 07 日 

会议记录人：葛淳  填表人：葛淳  填表日期：2025-03-07 

 


